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요 약

본 논문은 이층 기판 구조 및 결함 접지 구조를 이용해 마이크로스트립 패치 안테나를 소형화시키는 목적으로 진행하였다. 일반적인
마이크로스트립 패치 안테나에 접지면에 결함을 만들어 소형화를 진행하였으며 기판의 유전율보다 높은 유전율을 갖는 기판을 결함
접지 구조면에 추가로 부착해 패치 안테나의 전기적 면적을 늘려 물리적 면적을 추가로 48%의 소형화를 진행하였다.

Ⅰ. 서 론

무선 통신 기술이 발전함에 따라 초고주파회로의 소형화는 많은 연구가

진행되고 있다. 안테나는 크기 자체가 작고 프로파일이 적어 오늘날 위성

통신과같은 무선 통신과 이동통신에적합하다 [1]. 일반적으로 마이크로

파 회로 대부분이 공진 및정합에 기반해설계되므로 사용 주파수에 따른

파장의 크기로 회로가 설계되기 때문이다. 결함 접지 구조는 회로의 물리

적인길이를유지하며, 접지면에결함돼있는부분을통해느린속도의그

라운드 전류를 생성해 회로의 유효 전기 길이를 감소시킬 수 있다 [2].

Ⅱ. 본론

본 논문에서는 Taconic사의 RF-301 기판을 사용했으며, 두께는

1.524mm, 유전율은 2.97을 갖는다. 기판의 가로 세로 길이는 80×80mm
사이즈이며. 2.8GHz에서 공진주파수를갖는 마이크로스트립 패치 안테나

를 선정했다. 패치 사이즈는 이론적 수식을 통해 도출된다. W = 30.5mm,

L = 38mm 로 계산되었고. 급전선은 1/4람다 마이크로스트립선로를 이용

하여 임피던스 매칭을 한다. Ansys사의 HFSS를 이용하여 설계 하였다.

시뮬레이션 결과 2.8GHz에서 공진하였고, 이때 반사손실 값은 -33.42dB,

-10dB 기준 대역폭은 30MHz로 측정되었다. 2D 방사패턴 시뮬레이션 결

과 Main점에서 방사이득 값은 7.29dB로 측정되었다. 기본적인 마이크로

스트립 패치 안테나를 설계한 후 DGS(Defected Ground Structure)와 함

께 2층 기판 추가를 진행했다. DGS는 현재 다양한 형태로 연구가 진행되

고 있는데. 그중에서아령형모델로제작했고, 아령 모델에서 아령의 길이

를 4mm. 가운데 슬롯의 길이를 9mm, 슬롯 폭은 1mm로 결정해 설계했

다. 덧붙일 기판은 FR4 기판으로, 두께 1mm에 유전율은 4.5의 값을 이루

고 있다. 그 결과 2.035 GHz에서 공진주파수를 가지며 대역폭은 –10dB

기준 30MHz, 반사손실값은 -13.18dB, 방사이득은 Main점에서 0.88dB라

는 수치가 측정되었다. 기존 안테나에서 그라운드 면 결함을 통해 전류의

흐르는 속도를 지연시켰고. 이를 통해 공진주파수가 떨어지는 소형화 이

득을 취할 수 있었다 [3].

Ⅲ. 결론

본논문에서는 기존마이크로스트립 패치안테나에서결함 접지구조와

이층기판으로설계했을 때소형화의정도를끌어올리도록 설계를진행해

성능을 비교했다. 기존 안테나에서의 공진주파수는 2.8GHz 였고, 결함 접

지구조와이층기판을덧붙였을때 2.035GHz 로 전기적인패치면적을비

교해봤을 때 기존보다 48%의 소형화 시킬 수 있었다. 본 연구를 통해

하층 기판의 유전율이 높고, 두께가 두꺼울수록 소형화에 유리해지며 전

체적인 성능이 높아짐을 확인할 수 있었다.
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